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概要 ___________________________________
1.25GbpsのMAX3264/MAX3268及び2.5Gbpsの
MAX3265/MAX3269/MAX3765は、ギガビットイーサ
ネット及びファイバチャネル光レシーバ機器用に設計
されたリミティングアンプです。本アンプは広範囲の
入力電圧を許容し、エッジ速度が制御された一定レベル
出力電圧を提供します。その他の特長としては、ロス
オブシグナル(LOS)表示付のRMSパワーディテクタ、
入力電圧が設定されたスレッショルドよりも低く低下
した時にデータ出力信号をミュートするスケルチ機能
(オプション)及び優れたジッタ性能等が挙げられます。

MAX3264/MAX3265/MAX3765は誘導性のコネクタ
を許容する電流モードロジック(CML)データ出力を備え、
16ピンTSSOPパッケージになっているため、GBIC
レシーバに最適です。MAX3268/MAX3269は規格に
適合した正基準エミッタカップリングロジック(PECL)
データ出力を備え、形状ファクタの小さなレシーバに
最適な超小型10ピンµMAXパッケージで提供されてい
ます。

アプリケーション _______________________
ギガビットイーサネット光レシーバ

ファイバチャネル光レシーバ

システム相互接続

ATM光レシーバ

特長 ___________________________________
◆ 電源電圧：+3.0V～+5.5V

◆ 低確定的ジッタ
14ps(MAX3264)
11ps(MAX3265/MAX3765)

◆ 最大エッジ速度：150ps(MAX3265/MAX3765)
300ps(MAX3264)

◆ 設定可能な信号検出機能

◆ 出力インタフェースはCML又はPECLを選択可能

◆ パッケージ：10ピンµMAX又は16ピンTSSOP

3.0V～5.5V、1.25Gbps/2.5Gbps
リミティングアンプ

19-1523; Rev 4; 7/01

選択ガイドはデータシートの最後に記載されています。
ピン配置はデータシートの最後に記載されています。

標準動作回路 ______________________________________________________________________

Typical Operating Circuits continued at end of data sheet.

PART

MAX3264CUE

MAX3264C/D 0°C to +70°C

0°C to +70°C

TEMP. RANGE PIN-PACKAGE

16 TSSOP-EP†

Dice*

*Dice are designed to operate from 0°C to +70°C, but are tested 
and guaranteed only at TA = +25°C.

†EP = Exposed paddle

型番 ___________________________________

MAX3265CUE 0°C to +70°C 16 TSSOP-EP†

MAX3265C/D 0°C to +70°C Dice*

MAX3268CUB

MAX3268C/D

MAX3269CUB

0°C to +70°C 10 µMAX-EP†

0°C to +70°C

0°C to +70°C Dice*

10 µMAX-EP†

MAX3269C/D 0°C to +70°C Dice*

MAX3265CUB 0°C to +70°C 10 µMAX-EP†

MAX3265EUE -40°C to +85°C 16 TSSOP-EP†

MAX3765CUB 0°C to +70°C 10 µMAX-EP†
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2 _______________________________________________________________________________________

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(Data outputs terminated per Figure 1, VCC = +3.0V to +5.5V, TA = 0°C to +70°C. Typical values are at VCC = +3.3V, TA = +25°C,
unless otherwise noted.) (Note 1)

Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional
operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to
absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

Supply Voltage (VCC) ............................................-0.5V to +6.0V
Voltage at IN+, IN- ..........................(VCC - 2.4V) to (VCC + 0.5V)
Voltage at SQUELCH, CAZ1, 

CAZ2, LOS, LOS, TH..................................-0.5V to (VCC + 0.5V)
Voltage at LEVEL...................................................-0.5V to +2.0V
Current into LOS, LOS ..........................................-1mA to +9mA
Differential Input Voltage (IN+ - IN-) .....................................2.5V
Continuous Current at 

CML Outputs (OUT+, OUT-) ..........................-25mA to +25mA

Continuous Current at PECL Outputs (OUT+, OUT-) .........50mA
Continuous Power Dissipation (TA = +70°C)

16-Pin TSSOP (derate 27mW/°C above +70°C) .........2162mW
10-Pin µMAX (derate 20mW/°C above +70°C) ...........1600mW

Operating Ambient Temperature Range .............-40°C to +85°C
Storage Temperature Range .............................-55°C to +150°C 
Processing Temperature (dice) .......................................+400°C
Lead Temperature (soldering, 10s) .................................+300°C

Deterministic Jitter
MAX3265/MAX3269/MAX3765 (Notes 2, 3)

MAX3265/MAX3269/MAX3765

MAX3264/MAX3268

MAX3265/MAX3269/MAX3765

MAX3264/MAX3268

4.5

8.5
Low LOS Deassert Level mVRTH = 2.5kΩ

MAX3264/MAX3268 (Notes 2, 3)

PARAMETER MIN TYP MAX UNITS

10 1200

5 1200

Data Rate Gbps

Input Voltage Range mV

14 30

11 25

1.25

2.5

psp-p

15
Random Jitter

8
psRMS

80 175 300

100 150

80 150 300
Data Output Edge Speed

100 150

ps

LOS Hysteresis 2.5 4.4 dB

LOS Assert/Deassert Time 1 µs

1.20 2.6

2.20 4.8
Low LOS Assert Level mV

CONDITIONS

MAX3264/MAX3268 (Notes 2, 4)

MAX3265/MAX3269/MAX3765

MAX3264/MAX3268

MAX3265/MAX3269/MAX3765 (Notes 2, 4)

MAX3264 (Note 5)

MAX3265/MAX3765 (Note 6)

MAX3268 (Note 5)

MAX3269 (Note 6)

MAX3264/MAX3268

(Notes 2, 7)

MAX3265/MAX3269/MAX3765

(Notes 7, 8)

RTH = 2.5kΩ
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mA

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
(Data outputs terminated per Figure 1, VCC = +3.0V to +5.5V, TA = 0°C to +70°C. Typical values are at VCC = +3.3V, TA = +25°C,
unless otherwise noted.) (Note 1)

High LOS Assert Level RTH = 20kΩ

PARAMETER MIN TYP MAX UNITS

27 40.5

15 19.8

Medium LOS Assert Level mV

Medium LOS Deassert Level mV

9.4 21.6

18.0 41.5

5.6 9

9.9 16

mV

0 80 400Squelch Input Current µA

PECL Output High Voltage -1.025 -0.880 V

PECL Output Low Voltage -1.810 1.620 V

CONDITIONS

RTH = 7kΩ

RTH = 7kΩ

Referenced to VCC

Referenced to VCC

MAX3264/MAX3268

MAX3265/MAX3269/MAX3765

MAX3264/MAX3268

MAX3265/MAX3269/MAX3765

MAX3264/MAX3268

MAX3265/MAX3269/MAX3765

High LOS Deassert Level RTH = 20kΩ
35

67
mV

MAX3264/MAX3268

MAX3265/MAX3269/MAX3765

97 100 103Differential Input Resistance ΩIN+ to IN-

150
Input-Referred Noise µVRMS

MAX3264/MAX3268

230MAX3265/MAX3269/MAX3765

550 1200
CML Output Voltage mV

LEVEL = open, RLOAD = 50Ω
1100 1270 1800LEVEL = GND and RLOAD = 75Ω

LOS Output High Voltage 2.4 V

LOS Output Low Voltage 0.4 V

ILOS = -30µA

ILOS = +1.2mA

Output Signal When Squelched 20 mV

Power-Supply Rejection Ratio 20 dB

Outputs AC-coupled

f < 2MHz

Low-Frequency Cutoff
2 MHz

2 kHz

CAZ = open

CAZ = 0.1µF

Output Resistance (single ended)
85 100 115

Ω
4

MAX3264/MAX3265/MAX3765

MAX3268/MAX3269

39 62

48 78

38 62

50 76MAX3265

MAX3264

MAX3269

MAX3268

50 76MAX3765

Output not 
squelched

mA

64 90MAX3765
Output  
squelched

Figure 2Power-Supply Current
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Note 1: Specifications for Input Voltage Range, LOS Assert/Deassert Levels, and CML Output Voltage refer to the total differential
peak-to-peak signal applied or measured. PECL output voltages are absolute (single-ended) voltages measured at a single
output. 

Note 2: Input edge speed is controlled using 4-pole, lowpass Bessel filters with bandwidth approximately 75% of the maximum
data rate.

Note 3: Deterministic jitter is measured with a K28.5 pattern (0011 1110 1011 0000 0101). Deterministic jitter is the peak-to-peak
deviation from ideal time crossings, measured at the zero-level crossings of the differential output per ANSI X3.230, 
Annex A.

Note 4: Random jitter is measured with the minimum input signal applied after filtering with a 4-pole, lowpass, Bessel filter (frequen-
cy bandwidth at 75% of the maximum data rate). For Fibre Channel and Gigabit Ethernet applications, the peak-to-peak
random jitter is 14.1-times the RMS random jitter.

Note 5: Input signal applied after a 933MHz Bessel filter.
Note 6: Input signal applied after a 1.8GHz Bessel filter.
Note 7: Input for LOS assert/deassert and hysteresis tests is a repeating K28.5 pattern. Hysteresis is defined as:

20log (VLOS-DEASSERT / VLOS-ASSERT).
Note 8: Response time to a 10dB change in input power.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS—MAX3265EUE
(Data outputs terminated per Figure 1, VCC = +3.0V to +5.5V, TA = -40°C to +85°C. Typical values are at VCC = +3.3V, TA = +25°C,
unless otherwise noted.) (Note 1)

CONDITIONS

Data Rate Gbps2.5

UNITSMIN TYP MAXPARAMETER

Input Voltage Range mV10 1200

(Notes 2, 3)Deterministic Jitter psp-p11 25

(Notes 2, 4)Random Jitter psRMS8

(Note 6)Data Output Edge Speed ps100 155

(Notes 2, 7)LOS Hysteresis dB2.2 4.4

(Notes 7, 8)LOS Assert/Deassert Time µs1

Output Resistance (single ended) Ω85 100 115

CAZ = 0.1µF kHz2

CAZ = open
Low-Frequency Cutoff

MHz2

f < 2MHzPower-Supply Rejection Ratio dB20

Outputs AC-coupledOutput Signal When Squelched 20

ILOS = +1.2mALOS Output Low Voltage 0.450

ILOS = -30µALOS Output High Voltage

LEVEL = GND, RLOAD = 75Ω 1100 1270 1800

LEVEL = open, RLOAD = 50Ω
CML Output  Voltage

550 1200

Input-Referred Noise µVRMS230

IN+ to IN-Differential Input Resistance Ω97 100 103

Squelch Input Current µA0 80 400

RTH = 20kΩHigh LOS Deassert Level mV67 111

RTH = 20kΩHigh LOS Assert Level mV18.0 41.5

RTH = 7kΩMedium LOS Deassert Level mV27 43.0

RTH = 7kΩMedium LOS Assert Level mV9.9 16

RTH = 2.5kΩLow LOS Deassert Level mV8.5 13.6

RTH = 2.5kΩLow LOS Assert Level mV2.20 4.8

Figure 2Power-Supply Current mA50 76

2.4
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標準動作特性 ______________________________________________________________________
(TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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標準動作特性(続き)_________________________________________________________________
(TA = +25°C, unless otherwise noted.)
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端子説明 __________________________________________________________________________

端子

電源グランド3, 61, 4 GND

名称
µMAX

機　能
TSSOP

IN+ 非反転入力信号42

IN-

TH
ロスオブシグナルのスレッショルド。このピンとグランドの間の抵抗により、
ロスオブシグナル(LOS)出力の発生する入力信号レベルが設定されます。
「標準動作特性」及び「設計手順」を参照して下さい。

85

反転入力信号53

LOS

VCC 電源電圧11, 147, 10

OUT-

OUT+ 非反転データ出力139

反転データ出力128

反転ロスオブシグナル出力。入力信号がTH入力によって設定されたスレッショルド
よりも高いとLOSはハイになります。信号レベルがこのスレッショルドよりも低く
落ちるとLOSがローになります。

96

CAZ1

CAZ2
オフセット補正ループコンデンサ。このピンとCAZ1の間に接続されたコンデンサ
によって、オフセット補正ループの時間定数が延長されます。「設計手順」を参照
して下さい。

2—

オフセット補正ループコンデンサ。このピンとCAZ2の間に接続されたコンデンサ
によって、オフセット補正ループの時間定数が延長されます。

1—

LEVEL

LOS
非反転ロスオブシグナル出力。入力信号がTH入力によって設定された
スレッショルドよりも高いとLOSはローになります。信号レベルがこの
スレッショルドよりも低く落ちるとLOSがハイになります。

10—

SQUELCH

N.C. 無接続16—

スケルチ入力。SQUELCHが未接続あるいはTTLローレベルに設定されると、スケルチ
機能がディセーブルされます。SQUELCHがTTLハイレベルに設定されており、LOSが
発生すると、データ出力OUT+及びOUT-は強制的に静的レベルになります。詳細に
ついては「PECL出力バッファ」及び「CML出力バッファ」を参照して下さい。
(MAX3265/MAX3268/MAX3269の10ピンµMAXでは、SQUELCHは接続されていま
せん。MAX3765では、SQUELCHはVCCに内部で接続されています。)

15—

出力電流レベル。このピンが未接続の場合、CML出力電流は約16mAになります。
このピンがグランドに接続されていると、出力電流は約20mAに増加します。
(MAX3265CUB/MAX3765CUBの場合、LEVELは内部でグランドに接続されて
います。)

7—

Exposed
Paddle

グランド。適正な熱的性能を得るためには、露出パドルを回路基板のグランドに
ハンダ付けする必要があります。

EPEP
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図1.  データ出力の終端処理

(a) MAX3264/MAX3265/MAX3765 WITH 50Ω TERMINATION  

VCC

100Ω 100Ω

100Ω
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100Ω

2 x RLOAD
100Ω

COUT
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(b) MAX3264/MAX3265/MAX3765 WITH 75Ω TERMINATION  
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図2.  電源電流の測定

(a) CML SUPPLY CURRENT (ICC)

VCC

ICC

ICC

VCC

OUT+
OPEN

OPEN
OUT-

IOUT

100Ω

RTH
2.5kΩ

100Ω

CONTROL

SQUELCH

LEVEL

MAX3264CUE: OPEN
MAX3265CUE: OPEN
MAX3265CUB: GND (INTERNAL)
MAX3765CUB: VCC (INTERNAL)

(b) PECL SUPPLY CURRENT (ICC)

RTH
2.5kΩ

MAX3264
MAX3265
MAX3765

MAX3268
MAX3269

MAX3264CUE: OPEN
MAX3265CUE: OPEN
MAX3265CUB: GND (INTERNAL)
MAX3765CUB: GND (INTERNAL)
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詳細 ___________________________________
図3は、MAX3264/MAX3265/MAX3268/MAX3269/
MAX3765リミティングアンプのファンクションダイア
グラムです。リニア入力バッファにより、複数段の
リミティングアンプ及びRMS電力検出回路が駆動され
ます。ローパスフィルタ付のオフセット補正により、
確定的ジッタが小さくなります。出力バッファが制限
された出力信号を生成します。MAX3264/MAX3265/
MAX3765はCML出力、MAX3268/MAX3269は
PECLコンパチブル出力信号を生成します。図4～図7に、
入出力回路の回路図を示します。

ロスオブシグナル表示付のRMS電力検出

RMSパワーディテクタは、入力バッファからの信号を
TH抵抗で設定されたスレッショルドと比較します(適切な
抵抗値については「標準動作特性」を参照)。信号検出情報
はLOS出力に出てきます。この出力は、内部の8kΩ
(MAX3265/MAX3269/MAX3765)又は16kΩ
(MAX3264/MAX3268)プルアップ抵抗によって終端
処理されています。負荷が4.7kΩ以上の抵抗である時
に、LOS出力はTTL電圧規格を満たします。

図3.  ファンクションダイアグラム

CONTROL

GAIN

VCC

TH

VCC

RLOS = 8kΩ (MAX3265/MAX3269/MAX3765)
RLOS = 16kΩ (MAX3264/MAX3268)

LOS

RLOS

RLOS

LOS

OUT+

OUT-

SQUELCH

LEVEL

INPUT
BUFFER

CAZ1 CAZ2

OFFSET
CORRECTION

100Ω

IN+

IN-

MAX3264
MAX3265
MAX3268
MAX3269
MAX3765

LOW-
PASS

100pF

TOTAL GAIN = 55dB (MAX3264/MAX3268)
TOTAL GAIN = 49dB (MAX3265/MAX3269/MAX3765)

POWER DETECT
WITH 

COMPARATOR

OUTPUT
BUFFER

TTL

TTL
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入力バッファ

入力バッファは、MAX3266/MAX3267トランスイン
ピーダンスアンプからの入力信号を受け付けるように
設計されています。入力バッファは、IN+とIN-の間に
100Ωの入力インピーダンスを提供します。周波数が
2GHz以下の場合、入力VSWRは通常2.0未満です。入力
をDCカップリングすることは推奨できません。これは、
DCオフセット補正回路が適正に動作しなくなるためです。

利得段及びオフセット補正

リミティングアンプは、約55dB(MAX3264/MAX3268)
又は49dB(MAX3265/MAX3269/MAX3765)の利得を
提供します。このように利得が大きいため、入力信号の
小さなDCオフセットに敏感になっています。僅か1mV
のDCオフセットでも電力検出回路の精度を低下させ、
確定的ジッタの原因になります。このリミティング
アンプには低周波数フィードバックループが組み込まれ
ており、入力オフセットを100µV以下(typ)に制限する
ようになっています。

CAZ1とCAZ2の間に接続された外部コンデンサ(内部
容量と並列)により、オフセット補正回路の時間定数が
決定されます。オフセット補正回路は、デューティ
サイクル歪みの増加を防ぎ、確定的ジッタを低く抑える
ために、平均入力マーク密度として50%を必要とします。

CML出力バッファ

MAX3264/MAX3265/MAX3765 CML出力回路(図7)
は、インピーダンスのミスマッチ及び誘導性コネクタに
対して高い許容度を示します。出力電流は2つのレベル
に設定できます。LEVELピンが未接続にされていると、
出力電流は約16mAになります。LEVELをグランドに
接続すると、出力電流は約20mAになります。

SQUELCHピンがTTLハイレベルに設定されるかVCCに
接続されると、スケルチ機能がイネーブルされます。
スケルチ機能により、入力信号電力がロスオブシグナル
スレッショルドよりも低く落ちた場合にOUT+及びOUT-
が静的電圧に維持されます。MAX3265/MAX3268/
MAX3269の10ピンµMAXパッケージでは、SQUELCH
は内部で接続されていません。MAX3765では、内部で
VCCに接続されSQUELCHは常にイネーブルされます。
SQUELCH動作は表1に説明されています。

バッファの出力インピーダンスは、内部及び外部プル
アップ抵抗の並列合成によって決まります。これらは、
伝送ラインのインピーダンスとマッチングするように
選択されます(図1)。出力バッファは、負荷にAC又は
DCカップリングすることができます。

内部入力/出力回路図________________________________________________________________

IN+

IN-

110Ω

GND

ESD
STRUCTURES

VCC

500Ω 500Ω
0.25pF

0.25pF

図4.  入力回路

GND

RT = 8kΩ (MAX3265/MAX3269/MAX3765)
RT = 16kΩ (MAX3264/MAX3268)

ESD
STRUCTURE

VCC

LOS

RT

図5.  LOS出力回路

表1.  スケルチ動作

LEVEL PIN
VOLTAGE WHEN SQUELCHED

OUT- OUT+

Open VCC - 100mV VCC

VCC VCC - 100mV VCC - 100mV
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PECL出力バッファ

MAX3268/MAX3269は工業標準PECL出力を提供して
います。PECL出力はVCC - 2Vに対して終端処理して
下さい。図6にPECL出力回路を示します。スケルチ
機能は、入力が設定されたLOSスレッショルドよりも
低い時に、強制的にOUT+をハイレベルに、OUT-を
ローレベルに駆動します。10ピンµMAXの場合、
SQUELCHは未接続になっています。

設計手順 _______________________________

LOS発生スレッショルドの設定

ロスオブシグナルのスレッショルドは、外部抵抗RTHに
よって設定されます。「標準動作特性」のLOSスレッショ
ルド対RTHのグラフを参照して下さい。

カップリングコンデンサの選択

カップリングコンデンサ(CIN、COUT)は、レシーバの
確定的ジッタを最小限に抑えるように選択して下さい。
ジッタは、入力低周波数カットオフ(fIN)が低い周波数に
設定されている時に最も小さくなります。

fIN = 1/[2π(50)(C)]

ファイバチャネル、ギガビットイーサネット又は8B/
10Bデータコーディングを使用するその他のアプリケー
ションでは、(CIN、COUT)≧0.01µFを選択して下さい。
この場合、fIN < 320kHzとなります。ATM/SONET
又はスクランブルNRZデータを使用するその他のアプ
リケーションにおいては、(CIN、COUT)≧0.1µFを選択
して下さい。この場合、fIN< 32kHzとなります。

オフセット補正コンデンサの選択
(MAX3264/MAX3265のみ)

安定性を維持するため、DCオフセット補正回路に関連
する低周波数カットオフ(fOC)とfINを1桁離しておくこと
が重要です。

fOC = 75 / [2π60k (CAZ + 100pF)] 

= 200 x 10-6 / (CAZ + 100pF)

ファイバチャネル、ギガビットイーサネット又は8B/
10Bデータコーディングを使用するその他のアプリケー
ションにおいては、CAZ1及びCAZ2ピンをオープンに
しておいて下さい(fOC= 2MHz)。ATM/SONET又は
スクランブルNRZデータを使用するその他のアプリ
ケーションにおいては、CAZ≧0.1µFとして下さい。
この場合、通常fOC= 2kHzとなります

GND

ESD
STRUCTURES

VCC

OUT-

OUT+

図6.  PECL出力回路

GND LEVEL

ESD
STRUCTURES

VCC

100Ω 100Ω

OUT-

OUT+

図7.  CML出力回路
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アプリケーション情報 ___________________

光ヒステリシス

光レシーバにおいて、リミティングアンプの電気的
パワー変化は光パワー変化の2倍になります。

例えば、レシーバの光入力パワー(x)が2倍になり、プリ
アンプがリニアであるとすると、リミティングアンプ
への電圧入力も2倍に増加します。

光パワー変化は10log(2x/x) =10log(2) = +3dBです。

リミティングアンプにおいて、電気的パワー変化は次式
になります。

MAX3264/MAX3265/MAX3268/MAX3269/MAX3765
の標準電圧ヒステリシスは4.4dBです。これにより、
光ヒステリシスは2.2dBとなります。

GBICのロスオブシグナル

GBICアプリケーションにおいては、VCC_MODULE =
GNDの時にGBICのLOS出力がハイインピーダンスで
あることが必要です。図8に、ハイインピーダンスを
維持するための推奨回路を示します。VCC_HOST >
VCC_MODULEの場合、MAX3264/MAX3265/
MAX3268/MAX3269/MAX3765 LOS出力のESD
保護ダイオードがターンオンすることがあります。

PECLの終端処理

最高の性能及び出力特性を得るには、標準PECL終端
処理(50Ω～VCC- 2V)を推奨します(図1)。データ出力
は高速で動作するため、終端のマッチングとバランスの
よい伝送ラインを駆動するようにして下さい。

図9にデータ出力の終端処理の別方法を示します。この
技法は8mAのDCバイアス電流を与えます(出力終端処理
のAC負荷45Ω)。この技法は、出力をオシロスコープ
で観察する場合、又はPECLリファレンス電圧を変更
する場合に役立ちます。

ワイヤボンディングチップ

MAX3264/MAX3265/MAX3268/MAX3269は高電流
密度、高信頼性動作のため、金メッキを使用しています。
チップへの接続は金ワイヤのみで行い、ボールボン
ディング技法を使用して下さい(ウェッジボンディング
は推奨しません)。チップパッドサイズは4mil(100µm)
四方、ピッチは6mil(150µm)です。チップの厚さは
15mil(0.375mm)です。

10log 
2V / R

V / R
  10log(2 )  20log(2)  6dBIN

2
IN

IN
2

IN

2( )
= = = +

図8.  推奨GBIC LOS回路

470Ω

DRIVING 50Ω TO GROUND

470Ω

50Ω

50Ω

OUT+

OUT-

MAX3268
MAX3269

図9.  PECL終端処理の別方法

VCC_MODULE

GBIC MODULE VCC_HOST

4.7kΩ

HOST

LOS
GENERAL-
PURPOSE
NPN

MAX3264
MAX3265
MAX3268
MAX3269
MAX3765
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標準動作回路(続き)_________________________________________________________________
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RTH
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NOTE: EXPOSED PADDLE IS GROUND.

ピン配置 __________________________________________________________________________
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チップ構造図 ______________________________________________________________________

 IN-

GND

LEVEL

0.061"
(1.55mm)

0.061"
(1.55mm)

TH N.C. LOS

SQUELCH

VCC

OUT+

OUT-

VCC

LOS

CAZ1 N.C.

IN+

CAZ2

GND

 IN-

GND

0.061"
(1.55mm)

0.061"
(1.55mm)

TH N.C. LOS

SQUELCH

VCC

OUT+

OUT-

VCC

LOS

CAZ1 N.C.

IN+

CAZ2

GND

MAX3264/MAX3265/MAX3765 MAX3268/MAX3269

MAX3264/MAX3265/MAX3765 
TRANSISTOR COUNT:  726

MAX3268/MAX3269 TRANSISTOR COUNT:  728

SUBSTRATE CONNECTED TO GND

選択ガイド ________________________________________________________________________

*LEVEL pin grounded

PART OUTPUT

MAX3264 CML

MAX3268 PECL

CML OUTPUT
LEVEL

Selectable

Selectable

N/A

Maximum*

N/A

PIN-
PACKAGE

16 TSSOP-EP

16 TSSOP-EP

10 µMAX-EP

SQUELCH
FUNCTION

Selectable

Selectable

Disabled

Disabled10 µMAX-EP

Disabled10 µMAX-EP

DATA RATE
(Gbps)

1.25

1.25

MAX3265 2.5CML

MAX3269 2.5PECL

Maximum*Enabled10 µMAX-EPMAX3765 2.5CML
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マキシム社では全体がマキシム社製品で実現されている回路以外の回路の使用については責任を持ちません。回路特許ライセンスは明言されていません。
マキシム社は随時予告なしに回路及び仕様を変更する権利を保留します。
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